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Rozwdj chipsetéw firmy Intel

Poczgtkowo firma Intel produkowata kolejne wersje chipsetéw model X. Obstugiwaty one
rézne procesory, a co za tym idzie — réznily sie obstuga FSB, rodzajem i ilodcia obstugi-
wanej pamigci oraz standardem gniazda AGP. Magistrala faczaca mostek péocny i potu-
dniowy to magistrala PCI o przepustowosci 133 MB/s. Kolejna seria chipsetéw to rodzina
Intel 800. Pierwsze wersje obstugiwaly procesory do gniazd Slot 1 i Socket 370. Byty to
unowoczesnione chipsety serii X z magistralg PCI pomiedzy mostkami MCH i ICH.

W chipsetach serii 1845 i nowszych zastosowano szyne o przepustowosci od 266 MBYs,
taczaca mostek pétnocny i potudniowy. Pozwolito to na przekazywanie coraz wiekszej ilo-
Sci danych. Magistrala ta zastapila wystuzona magistrale PCI, ktéra byla niewystarczajaca
do nowszych zastosowan.

Seria chipsetéw Intel 900 zostata wprowadzona na rynek ze wzgledu na koniecznog¢
zmiany kontroleréw pamieci na DDR2. Jak w kazdej rodzinie, bylo tu kilka chipsetéw - od
najstabszego i najtaiszego do najlepszego i najdrozszego. Chipset najstabszy byt przej-
Sciowy, co znaczy, ze mégt obstugiwac starsze i nowsze pamieci. Dodatkowo chipset 1915
mégt obstugiwac karty graficzne z gniazdem AGP lub PCI Express. Najwyzsze modele
obstugiwaly tylko najwyzsze modele procesoréw oraz najszybsze pamieci, a takze karty
graficzne w trybie SLI lub Crossfire.

Seria chipsetéw P oraz G (tabela 44.1) to chipsety wczesniejszej serii 900, zmodyfiko-
wane, Zeby mogly obstugiwa¢ pamieci: szybsza DDR2 oraz nowsza DDR3. Najwyzsze
modele obstuguja juz do 16 GB pamieci RAM oraz maia zintegrowane karty graficzne
serii GMA.

Tabela 44.1. Chipsety serii P, G obstugujace gniazdo Socket T (LGA 775)

Rodzaj llosc

Rodzaj obstugiwanych
procesorow

Chipset obstugiwane; pamieci

pamieci [GB]
P31 Pentium Dual-Core, 200,266 | DDR2667,800 4 | PClexl
Core 2 Duo, Core 2 Quad | f 3
P35 Pentium Dual-Core, 200, 266, DDR2 667, 800, 8 PCle x16
- Core 2 Duo, Core 2 Quad 333 1066 |
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Tabela 44.1. Cd.

Rodzaj obstugiwanych

procesorow

FSB [MHz]

Rodzaj
obstugiwanej
pamieci

llos¢
pamieci
[GB]

VGA

P43 Core 2 Duo, 200, 266, DDR2 667, 800 16 PCle x16
Core 2 Quad 333 DDR3800,1066 8
|
]
P45 Core 2 Duo, 200, 266, DDR2 667, 800 @ 16 1xPCle x16 lub
Core 2 Quad 333 DDR3800,1066, = 8 2xPCle x8
1333 i:
| G31 Pentium Dual-Core, 200, 266, DDR2 667, 800, 4 PCle x16 zint.
Core 2 Duo, Core 2 Quad 833 1066 . . GMA 3100
G33 Pentium Dual-Core, 200, 266, DDR2 667, 800, 3 PCle x16 zint.
\ Core 2 Duo, 338 1066 ‘ GMA 3100
5 Core 2 Quad
% G35 | Pentium Dual-Core, 200, 266, DDR2 667, 800, 8 1‘ PCle x16 zint.
Core 2 Duo, | 333 1066 : - GMA 3500
Core 2 Quad 3
i i
G417, Core 2 Duo, 200, 266, DDR2 667, 800 16 . PCle x16 zint.
G43, Core 2 Quad B33 DDR3 800, 1066, 8 . GMA 4500
G45 ; 1
CPU
PCl ex x16 DDR2 LUB DDR3
P45
lub
MCH
2 x PCl ex x8 DDR2 LUB DDR3
12 x USB 2.0 6 X PClex x1
N ICH GIGABIT LAN
INTEL HD
AUDIO RAID
Rys. 44.1. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem Intel P45

Po wprowadzeniu procesoréw serii i Intel musiat zmieni¢ gniazdo procesora na Socket
1156 (procesory Intel 1 generacji).
Chipsety obstugujace to gniazdo przedstawiono w tabeli 44.2.
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Tabela 44.2. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1156

Cecha [ chipset

Rodzaj
obstugiwanej
~ pamieci

Maks. ilos¢
pamieci

Magistrala

PCle 2.0

Gniazda USB 2.0

Porty SATA2

Kolejng serig chipsetéw byla seria procesoréw Intel do gniazda LGA 1155 obstuguja-
ca architekture Sandy Bridge (procesory Intel 2 generaciji)

H57 017/
DDR3 DDR3 DDR3 DDR3
maks 1333 MHz maks 1333 MHz maks 1333 MHz maks 1333 MHz
16 GB 16 GB 16 GB 16 GB
DMI 2GB/s
1x16 / 2x8 1x16 1x16 1x16
8 6 8 8
14 12 14 14
6 6 6 6
tak (opcja) nie nie tak (opcja)

przedstawia tabela 44.3.

Tabela 44.3. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1155, seria 6, Sandy Bridge

Cecha [ chipset

DDR3 maks.
ilos¢ / sloty

. Chipsety obstugujace te serie

PCle 2.0

Gniazda
USB 2.0

SATA2/SATA3

Obstuga PCI

Obstuga Ivy
Bridge

H67 P67 768
32 GB/4 16 GB/2 32 GB/4 32 GB/4 32 GB/4 32 GB/4
1x16 1x16 1x16 x16 ;g’?g‘d’) 2]:;6(;:_?)
8 6 8 8 8 8
12 10 14 14 14 14
4/1 4/0 4/2 4/2 4/2 4/2
tak nie tak nie nie nie
nie nie tak tak tak tak
nie tak nie tak tak tak

Wspolne

magistrala DMI 2.0 4 GB/s, obstuga Dual Channel, zegary pamieci do 1333 MHz
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Intel Core DDR3
; Procesor
PCl ex x16
Intel HD
Graphic DDR3
F
J
{ DMI 4 GB/s
14 x USB 2.0 8 X PClex x1
4 X S-ATA 2 Intel H67 gigabit LAN
chipset
INTEL HD
2 x S-ATA 3 AUDIO

Rys. 44.2. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem Intel H67

Ivy Bridge to kontynuacja udanej architektury Sandy Bridge (procesory Intel 3 genera-
¢ji). Zasadnicza réznica miedzy nimi polega na technologii wykonania. Sandy Bridge jest
wykonana w technologii 32 nm (nanometry), a Ivy Bridge w technologii 22 nm. Chipsety
obstugujace mikroarchitekture procesoréw Ivy Bridge przedstawia tabela 44.4.

Tabela 44.4. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1155, seria 7, Ivy Bridge

|

Cecha [ chipset B75 Q75 Q77 H77 Z75 777
DDR3 maks. I J
losé / sloty 32 GB/4 32 GB/4 32 GB/4 ; 32 GB/4 ‘l 3 GB/4 32 GB/4
_ : 1x16 lub 2x8
PCle 3.0 1x16 1x16 1x16 136 jEaioit lub 1x8 +
i 2x8
: 2x4
Pozostate PCle & slotéw w wers;ji 2.0
Gniazda USB ( 7
2030 8/4 | 10/4 10/4= - 3T0j & I Bioja 10/4
SATA2 [ SATA3 5/1 Y, 42 | 42 | 4 42
Obstuga PCI Tak tak tak nie " nie nie
m Tak tak | tak tak i tak tak
magistrala DMI 2.0 4 GB/s, obstuga Dual Channel, zegary pamieci do 1600 MHz
Do obstugi procesoréw Inel 41 5 generacji sg stosowane chipsety Intela serii 819 pirzed-
stawione w tabeli 44.5. ' '
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Tabela 44.5. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1150

Cecha [

DDR3 maks.
ilosc [ sloty

16 GB/2 3ZGB/4 32GB/4 32GB/4  32GB/4 32GB/4 | 32GB/4 | 32GB/4

i 1x16 lub 1x16 lub
PCle 3.0 1x16 Ix16 | 1x16 1x16 1x16 2x8 lub 2x8 lub
‘ 1x8 + 2x4 1x16 1x8 + 2x4
6 slotéw | ;
Pozostate PCle WAWRYESY ; & slotéw w wersji 2.0
20 |
Gniazda USB
2030 8/2 8/4 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6 8/6
SATA2 [ SATA3 Y7 2/4 2/4 | 0f6 0/6 0/6 0/6 0/6
Obstuga PCI nie nie nie nie nie nie nie nie
nie nie nie tak tak tak tak tak
Wspolne magistrala DMI 2.0 — 4 GB/s, obstuga Dual Channel

PCl ex x16 3.0

b Intel Core DDR3 ;

; Procesor 4 gen. {
2 x PCl ex x8 3.0

Jub Intel HD DDR3 i

1% PCl ex x8 St |
Oraz 2 x PCl ex J

DMI 4 GB/s ;
|
|

8 x USB 2.0 8 X PClex 2.0 x1 }
6 x USB 3.0 Intel 87 GIGABIT LAN é
chipset
INTEL HD
6 x S-ATA 3 L

Rys. 44.3. Schemat blokowy plyty gtéwnej z chipsetem Intel Z87

Po wprowadzeniu na rynek procesoréw Intel 6 generacji ich obstuge przejely chipsety
serii 100 przedstawione w tabeli 44.6.
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Tabela 44.6. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1151 seria 100

Cecha [ chipset

DDR4 maks.
ilosé | sloty 64 GB/2 64 GB/4 & 64GB/4 | 64GB/4 @ 64GBJ/4 | 64 GB/4
1x16 lub | 1x16 lub
1x16 1x16 1x16 1x16. 2x8 lub 2x8 lub
1x8 + 2x4 | 1x8 + 2x4
8 slotéw | 10 slotéw | 16 slotéw | 20 slotéw | 20 slotéw
Pozostate PCle 6 slotéw w wersji 2.0 wwersji | wwersji | wwersji | wwersji | w wersji
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Gl (552 4/10 6/12 8/14 8/14 10/14 10/14
4 6 6 6 6 6
nie nie nie 2 3 3
nie nie nie tak tak tak
- magistrala DMI 2.0 — 5 GB/s, : o
Wspolne Rl channe magistrala DMI 3.0 — 7.9 GB/s, obstuga Dual Channel

Natomiast chipsety Intel serii 200, przedstawione w tabeli 44.7, pod gniazdo LGA 1151
obstugiwaty procesory Intel Core 7 generacji.

Tabela 44.7. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1151 seria 200
Cecha [

chipset B250 “ H270 (0y7[1) 7270
DDR4 maks.
ilos¢ [ sloty Betobs

Pozostate PCle

w wersji 3.0 w wersji 3.0

w wersji 3.0

64 GB/4 64 GB/4 64 GB/4 64 GB/4
PCle 3.0 K16 K16 K16 1x16 lub 2x8 1x16 lub 2x8
£ lub1x8 + 2x4 | lub 1x8 + 2x4

12 slotéw 14 slotéw 20 slotéw 24 sloty 24 sloty

w wersji 3.0

w wersji 3.0

Gniazda USB
2.0/3.0

4/10 6/12 8/14 8/14 10/14
SATA3 6 6 6 6 6
Obs’{uga PCe
nie tak tak tak

maglstrala DMI 3.0 — 7.9 GB/s, obstuga Dual Channel
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Intel Core
Procesor 7 gen. DDR4
PCl ex x16 3.0
Intel HD
Graphic DDR4
DMI 7.9 GB/s
‘ 8xUSB 2.0 20 X PClex 3.0 x1
| ]
| 14 x USB 3.0 Intelo70 GIGABIT LAN
chipset
INTEL HD
6 x S-ATA 3 AUDIO

Rys. 44.4. Schemat blokowy ptyty gtéwnej z chipsetem Intel H270

‘ Tabela 44.8. Chipsety obstugujace gniazdo LGA 1151 seria 300

Cechall B365 | B360 | H370 Q370 370 2390 H310
chipset

DDRé maks. TV GB/4 64GB/4  64GBj4  64GB/4  32GB/2
ilos¢ / sloty

1x16 lub 1x16 lub 1x16 lub :
PCle 3.0 1x16 1x16 1x16 2x8lub 2x8lub 2x8lub 1x16
Tx8+2x4 [1x8+2x4 |1x8+2x4

Liczba linii

S 20 12 0 ¥ s
G";-ag‘;a;:sg 6/ 12/6 14/8 o 40 1470 40

JUSR ¢ s 6 6 6 & | 4

Obstuga PCe w
7 1 2 } 3 3 6 1= brak:

magistrala DMI 3.0 - 7,9 GB/s, obstuga Dual Channel DMI 2.0
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